
 

 

日  時：2013 年 12 月 6 日（金）13:00～19:00 
     （研究会･･･13:00～17:15@7F「カトレア」，情報交換会･･･17:15～19:00@8F「スイセン」） 
開催場所：プラザエフ（JR 四ッ谷駅麹町口から徒歩 1 分） 

東京都千代田区六番町 15（TEL：03-3265-8111） 
 

内  容： 

13:00～13:05 開会挨拶      檜山委員長 
13:05～13:10 前回議事録確認 
 
13:10～17:05 話題提供 

「テーマ：新規デバイスプロセスに資するコンシューマブル技術最前線」 
13:10～13:15 趣旨説明      宮嶋幹事・畝田幹事 

1) 13:15～13:55 TRENDS IN SMEICONDUCTORS AND THE IMPACT ON CMP CONSUMABLES 
Managing Partner Linx Consulting, Mike Corbett 

＜概要＞ デバイス並びに非デバイスの製造に資するCMPにおいて，それに用いられる消耗材（副資材）のマーケットトレンドを将来予測も含めてグローバル

な視座から解説する．（幹事作成） 

 

2) 13:55～14:35 400mm シリコンウェハならびに SiC ウェハのメーキングプロセスにおけるポリシング技術 
濱田重工株式会社 シニアマネージャー 阿部耕三氏 

＜概要＞ 1996年から2001年に行われた400mmシリコンウェハの製造技術開発を目的とした研究プロジェクトであるスーパーシリコン研究所（SSi）における

ポリシング技術の開発内容について説明し，近年注目を集めているパワーデバイス用SiCウェハのポリシングに関する技術開発動向と，関連する装置

やパッド・スラリーなどの副資材を使う立場から求める技術項目の例について講演する． 

･･･････････････ 

14:35～14:55 コーヒーブレイク 
･･･････････････ 

3) 14:55～15:35 新しい概念によるダイラタンシー・パッドならびにスマートCMP システムの開発とその難

加工性基板への応用 
九州大学産学連携センター 特任教授 土肥俊郎氏 

＜概要＞ 難加工性材料基板の高効率最適加工プロセス構築を目指して，新しい高速圧加工装置と加工条件感応型の加工用材料を開発コンセプトとして，融合化

加工技術の研究開発を展開している．ここでは，ダイラタンシー特性を有する疑似固定遊離砥粒加工方式のパッドと高速圧加工装置（プロトタイプ）

の開発状況について述べる．特に，考案・試作したダイラタンシー現象発現する樹脂パッドは，ガラスをはじめとするサファイア，SiC基板などの加

工に適用すると，従来の加工能率の数倍～数10倍の高能率化と高品位・高精度化を達成し得ることを確認している． 

 

4) 15:35～16:15 ファイバーによるパッドコンディショニング技術の開発とデバイスプロセスへの応用 
昭和工業株式会社 社長室付 新井雄太郎氏 

＜概要＞ 半導体デバイスの高性能化に伴い，ウェーハ平坦化のためのCMP技術は益々その重要性が増している．そのような中，ドレッシング法については革

新的技術が開発されてこなかった．今回，表面基準研磨を基としたファイバーでのパッドドレッシング技術が開発され，これをデバイスプロセスへ応

用することでパッド立ち上げの短縮化，パッドのカットレートの低減が図られ，またドレッサの長寿命化が想定されることで更なる生産性の改善が可

能となる． 

 

＜特別企画＞ 
5) 16:15～17:05 経営戦略としてのワーク・ライフバランス 

株式会社ワーク・ライフバランス コンサルタント 松久晃士氏 
＜紹介＞ 添付をご参照ください． 

 

17:05～17:10 その他（事務連絡） 
17:10～17:15 閉会の挨拶 
17:15～19:00 情報交換会 

このたび，プラナリゼーションCMP 専門委員会では，下記のとおり【新

規デバイスプロセスに資するコンシューマブル技術最前線】と題して第

130 回研究会を開催いたします．会員各位の多数の皆様のご参加をお待ち

しています．また，非会員の方のご参加も有料にて受け付けております．

なお，研究会終了後，情報交換会を行いますので，是非ご参加下さい．

 

 

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会 
第130回研究会【新規デバイスプロセスに資するコンシューマブル技術最前線】開催のご案内 







参加費： 

1．企業会員：無料（年会費 100,000 円） 
2．官学会員：無料（年会費無料・要登録） 
3．非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費） 
※ご入会検討でお試し参加される場合，初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます． 
※参加費にはプロシーディング代，懇親会費が含まれます． 
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します． 
※準備の都合上，懇親会ご参加有無について必ず記入をお願いいたします． 

 
 

お申込み・お問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（三上）行き 
TEL：03-5117-2225，FAX：03-5117 -2223，E-mail：mikami@global-net.co.jp 

 
2013年12月6日（金）開催 第130回研究会 参加申込書 

□会員／□一般（いずれかにチェックしてください） 
氏 名  

勤務先・所属  
参 加 内 容 

（参加されるものに○を付けて下さい） 
研究会 技術交流会 

  

連絡先 
住所  
TEL  FAX  

E-mail  
 
 
 


